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１．概要（Summary） 

沸騰時の泡核生成，離脱を制御するための微細構造

を，ナノインプリントで作製する．通常の機械加工やリソグ

ラフィでは困難な形状が加工可能で，熱伝達率を向上さ

せるこれまでにない形状を発見する． 

 
２．実験（Experimental） 

Fig. 1 に示すとおり、高速大面積電子線描画装置を用

いて酸化膜付き Si 基板上に電子ビームレジストをパター

ニングし，反応性イオンエッチング（RIE）を用いて酸化膜

を貫通させた．次に酸化膜をマスクにして，KOH で Si を
異方性エッチングした．正方形のマスクから逆ピラミッド形

状の Si が作製できる．これを原版にしピラミッド形状の Ni
電鋳型を作製した．これを用いてアルミニウム表面に逆ピ

ラミッド形状を転写した． 

 

Fig. 1 Process flow for Ni mold 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 は，気泡が頻繁に生成・離脱を繰り返す表面と

蒸気膜が生成されるものの概要である．パターンピッチは

5, 20, 80, 200, 640 μm とした．Fig. 3 に，得られた沸騰

曲線を示す．ピッチ 20および 640 μmの表面が，過熱度

15～20 K において，最も高い熱流束を示した． 
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Fig. 2 Schematic of bubbling types. 

 
Fig. 3 Heat transfer curve for patterned aluminum 

surfaces. 
 

４．その他・特記事項（Others） 
株式会社 UACJ との共同研究の一部として行った。 
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